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Abstract (en)
Deposition of a colored inorganic layers on the surface of a product having a copper or copper alloy base material using a metal salt forming
reactive chemical, with defatting of the product surface with prior production of a preoxidation layer of oxides of the base material, and wetting of the
preoxidation layer by the reactive chemical. An independent claim is included for: a plate- or strip product with the copper or copper alloy base layer
as described.

Abstract (de)
Bei dem Verfahren zur Erzeugung einer anorganischen farbigen Deckschicht auf der Oberfläche eines einen Grundwerkstoff aus Kupfer oder
einer Kupferlegierung aufweisenden Produkts (Band, Blech, Tafel) unter Verwendung einer Metallsalze ausbildenden reaktiven Chemikalie wird
zunächst unter Entfettung der Oberfläche des Grundwerkstoffs des Produkts auf der Oberfläche eine aus Oxiden des Grundwerkstoffs bestehende
Voroxidationsschicht erzeugt. Danach wird die Voroxidationsschicht mit der Metallsalze ausbildenden reaktiven Chemikalie filmartig benetzt. Dazu
können strukturierte Auftragswalzen eingesetzt werden.
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